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magiCu PE401
有压烧结铜

magiCu PE401 是一种创新型有压烧结材料，适用于大功率封装的芯片粘接应用。它可以形成高导
热及高可靠性的连接层。这是一款无铅产品，且不含卤素和纳米颗粒。  

有压烧结铜湿贴工艺

 � 温度：≥ 260 °C
 � 时间：≥ 5 分钟
 � 压力：≥ 20MPa
 � 保护气氛氮气

 � 干燥温度：150°C 
干燥时间：< 50 分钟 
保护气氛：N2

 � 贴片无需加压加温

钢网印刷 贴片 氮气干燥 有压烧结

* 随组装情况而不同



产品特性 magiCu PE401

合金 铜

填料 0 %

粒径 ≤ 25 µm

烧结温度 ≥ 260 °C

卤素含量 零卤素

适用表面 Ag, Au, Cu

烧结氛围 氮气

应用 / 工艺

印刷 钢网印刷

特点和优势

可操作时间 8 小时

保质期 初步预估 4 个月

残留清洗 不需要

储存条件 2 - 10 °C

系列 焊锡膏 
SnAg3.5

magiCu 
PE401

工艺温度 (°C) ~ 250 ≥ 260

导热系数 (W/(m·K)) 57 > 200

热膨胀因子 (ppm/K) 27.9 16.7

产品对比：  
无铅焊锡膏与 magiCu PE401 烧结铜

 � 长期优异的可印刷性
 � 持续稳定的印刷沉积量，确保高生产效率
 � 流变性稳定，钢网使用寿命长

随时间推移的印刷操作性
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不同工艺参数下的芯片推力测试 
（湿贴工艺）

烧结铜浆钢网印刷寿命测试
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